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PCB Informationen – Single PCB
Richtlinien zur Leiterplattenproduktion für die Weitergabe an den Hersteller.

	Leiterplattenbezeichnung
	EVK75123-Sensor V1.2

	Abmessung (l x b)
	80 x 50 mm ±0,1 mm

	Material
	FR4

	Endstärke
	1.2 mm ±10%

	Kontur
	|X|	gefräst
|_|	geritzt

	Lötoberfläche
	|_|	HAL (Heiß verzinnt, Bleifrei)
|X|	chem. Ni/Au (Nickel/Gold)

	Kupferstärke
	35 µm

	Lagenaufbau
	6 Lagen

	Leiterbahnbreite
	0.1 mm

	Mindestabstand
	0.1 mm

	Kleinster Bohrdurchmesser (mech.):
	0.3 mm

	Kleinster Bohrdurchmesser (laser):
	0.1 mm

	Lötstopplack
	grün (Beidseitig)

	Bauteilaufdruck
	nein

	Zusatzdrucke
	nein

	Test
	|X|	optisch
|X| 	elektrisch

	Anzahl SMD Pads
	726

	SMD Bestückung
	beidseitig



[bookmark: _GoBack]Zusatzinformationen	Alle Vias mit Durchmesser 0.3 mm müssen gestopft und mit Kupfer gedeckelt werden (Typ VII)
Alle Bohrungen mit Durchmesser > 0.3 mm müssen offenbleiben.
Gerber File Informationen
	Kupfer Lage
	Gerber File Extension
	Lagen Beschreibung

	1
	.GTL
	Top Layer

	2
	.G1
	Signal Layer 1

	3
	.GP1
	Plane Layer 1

	4
	.GP2
	Plane Layer 2

	5
	.G2
	Signal Layer 2

	6
	.GBL
	Bottom Layer

	
	.GTO
	Top Overlay

	
	.GTP
	Top Paste

	
	.GTS
	Top Solder

	
	.GBO
	Bottom Overlay

	
	.GBP
	Bottom Paste

	
	.GBS
	Bottom Solder

	
	.GM1
	Boardoutline



	NC-Drill File Extension
	Lagen Beschreibung

	.txt
	Drill Top to Bottom


Layerstack
Standard Lagenaufbau für 6 Lagen mit µ-Vias.
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